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“SISTEMA DE RESFRIAMENTO PARA CHIP DE CIRCUITO
INTEGRADO"

FUNDAMENTOS DA INVENCAQ

1. Campo da Invencao

A presente invengao refere-se a um sistema de res-
friamento para um chip de circuito integrado, e em particu-
lar a um sistema de resfriamento para um chip de circuito
integrado que é capaz de resfriar eficientemente o calor ge-
rado em um chip de circuito integrado.

2. Descricdo da Técnica Anterior

Em geral, um computador inclui uma unidade de en-
trada para introduzir informacgdo, a saber, dados, uma CPU
(unidade de processamento central) para processar dados in-
troduzidos através da unidade de entrada e uma unidade de
saida para emitir dados processados pela CPU, quando um usu-
drio introduz dados através da unidade de entrada, os dados
introduzidos sdo processados pela CPU e sdo emitidos através
da unidade de saida.

Uma unidade de entrada de um computador inclui um
teclado, uma leitora de marcas, uma leitora de caracteres
6ticos e uma unidade de entrada de &udio, etc., e uma unida-
de de saida de um computador inclui um monitor e uma impres-
sora, etc.

Particularmente, um corpo principal de um computa-
dor consiste de um painel principal montado com varios chips
de circuito integrado tais como uma CPU, etc. e partes ele-
trénicas adicionais; partes de conexd8o para transmi-

tir/receber sinais com um disco rigido como uma de uma uni-
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dade de armazenagem, o painel principal e unidades de entra-
da/saida; e um invdélucro para receber o painel principal, o
disco rigido e as partes de coneiéo, etc. |

Além disso, dentro do invélucro do corpo princi-
pal, um suprimento de energia para fornecer energia é insta-
lado, e é instalada uma unidade de resfriamento para irradi-
ar e resfriar o calor gerado no painel principal, o disco
rigido e o suprimento de energia, etc. colocados dentro do
invélucro.

A Figura 1 é uma vista em perspectiva esquemdtica
ilustrando um computador geral, e a Figura 2 é uma vista em
segdo ilustrando uma unidade de resfriamento para resfriar
uma CPU do computador mostrado na Figura 1.

Enquanto isso, na operag¢do do computador, o calor
€ gerado no painel principal, o disco rigido e suprimento de
energia, etc., a fim de operar o computador de modo estéa-
vel, o calor gerado no corpo principal do computador tem que
ser eficientemente resfriado.

Como descrito na Figura 1, a fim de resfriar o ca-
lor gerado no corpo principal do computador, um dissipador
de calor 40 é instalado em um certo lado de um painel prin-
cipal 30 no qual uma CPU 20 é instalado, e uma montagem de
ventilador 50 para gerar fluxo de ar é instalado com o dis-
sipador de calor 40.

O dissipador de calor 40 inclui uma superficie de
contato 41 em contato com a CPU 20 do painel principal 30 e
varios pinos de radiagdo 42 estendidos perpendicularmente da

superficie de contato 41 de modo a ter uma certa espessura e
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adrea, e a montagem de ventilador 50 inclui um ventilador 52
e um motor de ventilador 53 instados dentro de um alojamento
de ventilador 51. O dissipador de calor 40 é combinado com a
montagem de ventilador 50 por varios pinos de radiagdo 42 e
varios parafusos 60.

Quando a energia é aplicada ao computador e o com-
putador opera, calor de alta temperatura é gerado na CPU 20
do painel principal 30, o calor gerado na CPU 20 é transmi-
tido através do dissipador de calor 40.

O dissipador de calor 40 incluil uma superficie de
contato em contato com a CPU 20 do painel principal 30 e va-
rios pinos de radiag¢do 42 perpendicularmente estendidos a
partir da superficie de contato 41 de modo a ter uma certa
espessura e area, e a montagem de ventilador 50 inclui um
ventilador 52 e um motor de ventilador 53 instalados dentro
de um alojamento de ventilador 51. O dissipador de calor 40
€ combinado com a montagem de ventilador 50 pelos varios pi-
nos de radiacgdo 42 e varios parafusos 60.

Quando a energia é aplicada ao computador e o com-
putador opera, o calor de alta temperatura é gerado na CPU
20 do painel principal 30, o calor gerado na CPU 20 é trans-
mitido através do dissipador de calor 40.

Simultaneamente, a montagem de ventilador 50 ins-
talada no dissipador de calor 40 opera e gera fluxo de ar,
pelo fluxo de ar gerado pela montagem de ventilador 50, o ar

externo flui através de orificios de escape (ndo mostrados)

formados em um certo lado do invdlucro 10, o calor transmi-
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tido ao dissipador de calor 40 é irradiado, e conseqliente-
mente o CPU 20 do painel principal 30 é resfriado.

No entanto, na unidade de resfriamento de computa-
dor convencional, existem limitag¢des na capacidade de res-
friamento e velocidade de resfriamento, além, disso, porque
a CPU 20 é resfriada pelo fluxo de ar, impurezas podem pene-
trar no invélucro 10, pode causar falha de partes internas,
além disso, pode ocorrer ruido devido a operagdo da montagem
de ventilador 50.

Em particular, com o desenvolvimento de sociedade
de informagdo, a velocidade de processamento de dados de um
chip de circuito integrado tal como uma CPU, etc. foi rapi-
damente aperfeigoado, sua capacidade de processamento de da-
dos foi notavelmente aumentada/integrada, também a capacida-
de de partes de construgdo adicionais foi aperfeicoada, e
conseguentemente uma quantidade de calor gerado na operagao
do computador foi muito aumentada.

Devido aquelas razdes, em um sistema de resfria-
mento geral usando uma montagem de ventilador para resfriar
um chip de circuito integrado, é impossivel resfriar sufici-
entemente muito do calor gerado no chip de circuito integra-
do, e consequentemente a operagdo errada ou uma falha do
chip de circuito integrado pode ocorrer devido a superaque-
cimento.

SUMARIO DA INVENCAO

A fim de solucionar os problemas mencionados aci-
ma, €& um objetivo da presente invengdo fornecer um sistema

de resfriamento para um chip de circuito integrado que é ca-
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paz de resfriar eficientemente muito do calor gerado em um
chip de circuito integrado.

A fim de alcangar o objetivo acima mencionado, é
um objetivo da presente invencgdo fornecer um sistema de res-
friamento para um chip de circuito integrado incluindo um
evaporador em contato e combinado com um chip de circuito
integrado instalado em um painel e absorvendo o calor gerado
no chip de circuito integrado; um compressor conectado ao
evaporador por um primeiro tubo de conexdo; um condensador
conectado ao compressor por um segundo tubo de conexdo; um
dispositivo de expansdo conectado ao condensador por um ter-
ceiro tubo de conexdo e simultaneamente conectado ao evapo-
rador por um quarto tubo de conexdo; e um painel de montagem
instalado no painel por um dispositivo de combinag¢do de pai-
nel e montado com o compressor, o condensador e os disposi-
tivo de expansao.

Além disso, é outro objetivo da presente invengao
fornecer um sistema de resfriamento para um chip de circuito
integrado que inclui um evaporador em contato e combinado
com um chip de circuito integrado instalado em um painel fi-
Xxado em uma armagdo e absorvendo calor gerado no chip de
circuito integrado; um compressor conectado ao evaporador
por um primeiro tubo de conexdo; um condensador conectado ao
compressor por um segundo tubo de conexdo; um dispositivo de
expansdo conectado ao condensador por um terceiro tubo de
conexdo e simultaneamente conectado ao evaporador por um

quarto tubo de conex&@o; e um painel de montagem instalado no
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painel por um dispositivo de combina¢do de painel e montado com
O compressor, © condensador e os dispositivo de expanséo.

BREVE DESCRICAO DOS DESENHOS

Os desenhos anexos, que sdo incluidos para forne-
cer um entendimento adicional da invengdo e sdo incorporados
e constituem uma parte deste relatdrio, ilustram modalidades
da invengdo e junto com a descrig¢do servem para explicar os
principios da invencao.

Nos desenhos:

a Figura 1 é uma vista em perspectiva esqguematica
ilustrando um computador geral;

a Figura 2 é uma vista em segdo ilustrando uma u-
nidade de resfriamento do computador mostrada na Figura 1;

a Figura 3 é uma vista plana ilustrando um sistema
de resfriamento para um chip de circuito integrado de acordo
com a presente invencio;

a Figura 4 é uma vista dianteira ilustrando o sis-
tema de resfriamento na Figura 3;

a Figura 5 é uma vista lateral ilustrando o siste-
ma de resfriamento na Figura 3;

a Figura 6 é& uma vista traseira ilustrando um pai-
nel de montagem do sistema de resfriamento na Figura 3; e

a Figura 7 & uma vista em perspectiva ilustrando
outra modalidade de um sistema de resfriamento para um chip
de circuito integrado de acordo com a presente inveng3o.

DESCRICAO DETALHADA DA MODALIDADE PREFERIDA

Daqui em diante, um sistema de resfriamento para

um chip de circuito integrado de acordo com a presente in-
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vengdo serd descrito em detalhes com referéncia aos desenhos
anexos.

Como descrito nas Figuras 3-6, o sistema de res-
friamento para o chip de circuito integrado de acordo com a
presente inveng¢do inclui um evaporador 100 em contato e com-
binado com um chip de circuito integrado 20 instalado em um
painel 30 e absorvendo calor gerado no chip de circuito in-
tegrado 20, um compressor 200 conectado ao evaporador 100
por um primeiro tubo de conexdo P1l, um condensador 300 co-
nectado ao compressor 200 por um segundo tubo de conexdo P2,
um dispositivo de expansdo 400 conectado ao condensador 300
por um terceiro tubo de conexdo P3 e conectado ao evaporador
100 por um quarto tubo de conexdo P4, e um painel de monta-
gem 500 instalado no painel 30 por um dispositivo de combi-
nagao de painel 530 e montado com o compressor 200, o con-
densador 300 e os dispositivo de expansdo 400.

O chip de circuito integrado 20 é uma CPU. No en-
tanto, a presente inveng¢do pode ser aplicada em todos os ti-
pos de chip de circuito integrado gerando calor nao menos
gue um certo padréao.

O painel 30 é colocado dentro do invdélucro 10, e
partes adicionais exigidas sdo instaladas dentro do invélucro.

O painel de montagem 500 & combinado com o painel
30 por um dispositivo de combinagdo de painel 530 de modo a
ter uma certa distdncia do painel 30 a fim de fazer o com-
pressor 200 instalado no painel de montagem 500 ndo contatar

o painel 30.
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Em adigdo, no painel de montagem 500, porque uma
placa superior e uma placa inferior possuindo uma certa area
sdo contatadas estreitamente uma com a outra, possui um for-
mato de painel plano, e um dispositivo de conexdo de energia
(ndo mostrado) para a operagdo do compressor 200 e uma uni-
dade de controle 600 e circuito adicional exigido, etc. séo
montados no mesmo.

O dispositivo de combinagdo de painel 530 inclui
um parafuso fixo 531 inserido em um furo direto 540 formado
no painel de montagem 500, uma porca fixa 533 presa a uma
parte de rosca 532 do parafuso fixo 531, e varias molas 534
inseridas na parte de rosca 532 de ambas as partes superior
e de fundo do painel de montagem 500.

As molas 534 sdo colocadas em ambas as partes su-
perior e de fundo do painel de montagem 500 e suporta elas-
ticamente o painel de montagem 500.

O parafuso fixo 532 consiste de uma parte de cabe-
¢a de parafuso 535, uma parte de corpo 536 estendido da par-
te de cabeg¢a de parafuso 535 como um formato de haste circu-
lar, e uma parte espiral 532 estendida da parte de corpo 536
de modo a ter o didmetro externo menor que aquele da parte
de corpo 536 e formado um formato espiral na circunferéncia
externa.

O parafuso fixo 531 é inserido no painel de cir-
cuito do painel 30, aqui, a parte de cabeg¢a de parafuso 535
segura-se no painel de circuito, e a parte de rosca 532 é

inserida no furo direto 540 do painel de montagem 500.
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Aqui, as duas molas 534 sdo inseridas entre a parte
de rosca 5332 do parafuso fixo 531 e o painel de montagem 500.

As duas molas 534 sdo inseridas na parte de rosca
532 do parafuso fixo 531, a porca fixa 533 & presa na parte
de rosca 532, e conseqlentemente o painel de montagem 500 é
elasticamente suportado pelas duas molas 534.

O evaporador 100 estd em contato com o chip de
circuito integrado 20 e usa um permutador de calor tipo pla-
no possuindo uma trajetdria de refrigerante interna.

Além disso, exceto uma parte em contato com o chip
de circuito integrado 20, a superficie superior ou externa
do evaporador 100 é coberta com um elemento de isolamento de
calor 110 a fim de minimizar a perda de calor e impedir a
vibragdo e transmissdo de calor para o painel de montagem.
Aqui, o elemento de isolamento de calor 100 é uma placa e-
lastica possuindo uma certa espessura e &rea.

No primeiro tubo de conexdo Pl conectando o evapo-
rador 100 no compressor 200 e o quarto tubo de conexdo P4
conectando o evaporador 100 no dispositivo de expansdo 400,
certas partes dos mesmos sdo feitos de um material flexivel
para absorver vibracdo, e possuem um formato espiral.

Os primeiro e quarto tubos de conexdo Pl e P4 res-
pectivamente possuem uma parte espiral que possui um diéme-
tro externo menor que aquele de outras partes, aqui, é pre-
ferivel enrolar a parte espiral como um formato espiral.

O primeiro tubo de conexdo Pl penetra através do

painel de montagem 500 e conecta o compressor 200 com o eva-
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porador 100, aqui, é preferivel colocar alguma parte do pri-
meiro tubo de conexdo Pl dentro do painel de montagem 500.

O compressor 200 é fixamente combinado com o pai-
nel de montagem 500 sendo recebido e combinado com uma parte
de recepgdo de compressor 220 formada em um certo lado do
painel de montagem 500. Aqui, a parte de recepgao de com-
pressor 220 possui um formato aberto em um certo lado do
painel de montagem 500.

Varios tipos de compressor podem ser usados como o
compressor 200 na presente inven¢ao, na modalidade presente, o
compressor 200 incluindo uma parte de operagdo de compressao
(ndo mostrada) possuindo um par de motores lineares (ndo mos-
trado) recebidos em um invélucro de compressor 210 e uma par-
te de compressao (ndo mostrada) comprimindo um refrigerante
pela operagdo da parte de operagdo de compressdao é usada.

Particularmente, quando o par de motores lineares
sdo dispostos de modo a estarem voltados um para o outro,
alguma vibragdo ocorrida na operagdo do motor 1linear pode
ser compensada.

E, o compressor 200 é conectado ao condensador 300
para condensar o refrigerante comprimido no compressor 200
pelo segundo tubo de conexdo P2.

O condensador 300 inclui varias trajetdrias de re-
frigerante 320 conectando o segundo tubo de conexdo P2 no
terceiro tubo de conexdo P3 e os varios pinos de radiagao
330 combinados com as trajetdrias de refrigerante 320, e &
recebido e combinado com uma parte de recepgdo de condensa-

dor 310 possuindo um formato aberto e formado dentro do pai-
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nel de montagem 500. Aqui, a fim de fazer o condensador rea-
lizar troca de calor com o ar externo uniformemente, um ven-
tilador (ndo mostrado) para gerar o fluxo de ar pode ser
instalado em uma parte apropriada.

O dispositivo de expansdo 400 & conectado ao con-
densador 300 através do terceiro tubo de conexdo P3 e possui
um tubo capilar.

Enquanto isso, o condensador 300, o dispositivo de
expansao 400, os segundo e terceiro tubos de conexdo P2, P3
constroem uma montagem em um corpo 800 com o painel de mon-
tagem 500.

Em mais detalhes, na montagem em um corpo 800, o
segundo tubo de conexdo P2 gue conecta o compressor 200 com
o condensador, o condensador 300, o terceiro tubo de conex3o
P3 que conecta o condensador com o dispositivo de expansao
400 e o dispositivo de expansdo 400 sdo instalados dentro do
painel de montagem 500 como um corpo.

Enquanto isso, como descrito na Figura 6, no sis-
tema de resfriamento para o chip de circuito integrado de
acordo com a modalidade da presente invengdo, uma unidade de
montagem de chip 510 para chips de montagem C é instalado em
um certo lado do painel de montagem 500, e possui uma certa
drea isolada no certo lado do painel de montagem 500.

Além disso, é preferivel para a altura da montagem
em um corpo 800 incluindo o painel de montagem 500, o com-
pressor 200, o condensador 300, o dispositivo de expansdo
400 e o evaporador 100, etc. estar dentro de 40 mm da super-

ficie superior do painel 30.
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Além disso, no sistema de resfriamento para o chip
de circuito integrado de acordo com a modalidade da presente
invencdo, a unidade de controle 600 para controlar o sistema
de resfriamento pode ser instalado no painel 30 ou painel de
montagem 500.

A unidade de controle 600 controla o sistema de
resfriamento para fazer uma temperatura de superficie do
chip de circuito integrado 20 ficar dentro de uma faixa de
temperatura predeterminada de acordo com uma temperatura me-
dida por um sensor de temperatura (ndo mostrado) instalado
no chip de circuito integrado 20. Aqui, a faixa de tempera-
tura predeterminada pode ser determinada através de testes
dentro de uma faixa na qual o chip de circuito integrado 20
opera de maneira uniforme.

Entretanto, no sistema de resfriamento para o chip
de circuito integrado de acordo com a modalidade da presente
invencdo, o compressor 200 causa muita vibragdo na operagao.

Consequentemente, é fornecido um sistema de res-
friamento para um chip de circuito integrado de acordo com
outra modalidade da presente invengdo. Em outra modalidade,
como mostrado na Figura 7, uma montagem em um corpo 900 gue
consiste do compressor 200, o condensador 300, o dispositivo
de expansdo 400, os segundo e terceiro tubos de conexdo P2,
P3 exceto o evaporador 100 é instalado na parede interna do
invélucro 10 no qual o painel 30 é instalado.

Aqui, a montagem em um corpo 900 possuli a mesma
estrutura que a montagem em um corpo 800. Em mais detalhes,

o evaporador 100 e o compressor 200 sdo conectados pelo pri-
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meiro tubo de conexdo Pl, o evaporador 100 e o dispositivo
de expansdo 400 s3o conectados pelo quarto tubo de conexao
P4, e os primeiro e quarto tubos de conexdao Pl, P4 sdo fei-
tos de materiais que possuem flexibilidade a fim de absorver
vibragcdo do compressor 200.

Daqui em diante, a operagdo do sistema de resfria-
mento para o chip de circuito integrado de acordo com outra
modalidade da presente invencdo serd descrita em detalhes.

Primeiro, aplicando energia, o chip de circuito
integrado 20 opera, e muito calor é gerado no chip de cir-
cuito integrado 20 instalado no painel 30.

Simultaneamente com a operagdo do chip de circuito
integrado 20, a energia é aplicada no compressor 200, o com-
pressor 200 opera, um refrigerante de alta temperatura e al-
ta pressdo comprimido ho compressor 200 é convertido em um
refrigerante de baixa temperatura e baixa pressdo engquanto
passa no condensador 300 e o dispositivo de expansdo 400, o
refrigerante flui no evaporador 100, evapora no evaporador
100 e flul no compressor 200, e os processos acima descritos
sdo repetidos. Aqui, enquanto o refrigerante evapora no eva-
porador 100, o calor externo é absorvido.

Em mais detalhes, o evaporador 100 absorve calor
de alta temperatura gerado no chip de circuito integrado, e
consequentemente o chip de circuito integrado 20 é resfriado.

E, controlando a operag¢do do compressor de acordo
com o controle da unidade de controle 600, uma quantidade de
calor absorvido pelo evaporador 100 e uma velocidade de res-

friamento pode ser ajustada de modo a colocar uma temperatu-
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ra do chip de circuito integrado 20 dentro de uma faixa de
temperatura predeterminada.

Na presente invengdo, enquanto o refrigerante eva-
pora no evaporador 100 construindo o sistema de ciclo de
resfriamento, porque o calor gerado no chip de circuito in-
tegrado 20 em contato com o evaporador 100 é absorvido, o
chip de circuito integrado 20 é resfriado, e conseguentemen-
te a operagdo do chip de circuito integrado 20 pode ser rea-
lizado de maneira uniforme.

Particularmente, de acordo com os desenvolvimentos
de tecnologia de um chip de circuito integrado tal como uma
CPU, um chip de circuito integrado foi altamente integrado e
uma velocidade de processamento foi notavelmente aperfeigoa-
da. Devido a isto, um chip de circuito integrado pode gerar
muito calor na operagdo, embora, na presente invengdo. Muito
calor gerado no chip de circuito integrado pode ser absorvi-
do suficientemente, e consequUentemente a operagdo do chip de
circuito integrado pode ser realizado de maneira uniforme.

Além disso, diferente da técnica convencional, na
presente invengdo, absorvendo calor gerado no chip de cir-
cuito integrado sem formar influxo de ar externo para res-
friar o chip de circuito integrado, o chip de circuito inte-
grado pode ser eficientemente resfriado, simultaneamente pe-
netragdo de impurezas externas pode ser minimizada.

Além disso, na presente invengdo, um par de moto-
res lineares voltados um para o outro, um refrigerante &
comprimido por uma forga de acionamento alternado linear, a

vibragdo ocorrida na compressdo de refrigerante pode ser
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compensada, e consequentemente a vibragdo transmitida para o
lado de fora pode ser minimizada.

Em adicao, formando os tubos de conexdoc Pl, P4 co-
nectados ao evaporador 100 como um formato espiral, combi-
nando o elemento de isolamento térmico 150 para impedir a
transmissdo de vibrag¢doc com o evaporador 100, e instando a
mola 100 no dispositivo de combinag¢do de painel para conec-
tar o painel 30 com o painel de montagem 70 a fim de supor-
tar elasticamente o painel de montagem 70, a transmissdo de
vibragdo ao chip de circuito integrado 20 do painel 30 atra-
vés do evaporador 100 pode ser minimizado.

Além disso, formando o didmetro externo do com-
pressor 220 menor e o didmetro externo de uma montagem de
partes de construcdao dentro de 40 mm, uma dimensdo total e
um espag¢o de instalag¢do pode ser reduzido, e conseqlientemen-
te pode ser facilmente instalado em um pequeno espago.

A presente invencdo pode ser aplicado a varios e-
quipamentos usando um chip de circuito integrado gerando
muito calor tal como um computador, um dispositivo eletrdni-
co, etc.

Como descrito acima, no sistema de resfriamento
para o chip de circuito integrado de acordo com a presente
invengdo, absorvendo calor de alta temperatura gerado em um
chip de circuito integrado na operagdo usando um evaporador,
o chip de circuito integrado pode ser suficientemente res-
friado e uniformemente operado, e conseqlientemente uma segu-
ranga de um produto pode ser aperfeig¢oada. Em adicdo, se um

chip de circuito integrado estd se tornando integrado ainda
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mais, é possivel resfriar o chip de circuito integrado ati-

vamente.
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REIVINDICAGOES

1. Sistema de resfriamentc para um chip de circui-
to integrado (20), compreendendo:

um evaporador (100) em contato e combinado com um
chip de circuito integrado (20) instalado em um painel (30)
e abscrvendo o calor gerado no chip de circuito integrado
(20);

um compressor (200) conectado ao evaporador (100)
por um primeirc tubo de conexdo (Pl);

um condensador (300) conectadc ac compressor (200)
por um segundo tubo de conexédo;

um dispositivo de expansaoc (400) conectado ac con-
densador (300) por um terceiro tubo de conexdc e simultanea-
mente conectado ao evaporador (100) por um gquarto tubo de
conexao; e

um painel de montagem (500) montado com o compres-—
sor (200), o condensador (300) e os dispositivos de expansao
(400) ;

CARACTERIZADO pelo fato de que © sistema de res-—
friamento compreende ainda uma pluralidade de dispositivos
de combinacdc de painel (530) fornecida entre o painel (30)
e ¢ painel de montagem (500) e supcrtando elasticamente o
painel de montagem (500) no painel (30) para absorver a vi-
bracdo do compresscr (200).

2. Sistema, de acordo com a reivindicagédo 1,
CARACTERIZADO pelo fato de que o compressor (200) & recebido
e combinado com uma parte de recepgdo de compresscr (200)

formada em um certo lado do painel de montagem (500), o con-
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densador (300) é recebido e combinado com uma parte de re-
cepcdo de condensador (300) formada dentro do painel de mon-
tagem (500), o dispositivo de expansdo (400) é instalado
dentro do painel de montagem (500), os segundo e terceiro
tubos de conexdo sdo instalados dentro do painel de montagem
(500).

3. Sistema, de acordo com a reivindicagédo 2,
CARACTERIZADO pelo fato de que a parte de recepg¢gdo de con-
densador (300) é uma parte aberta formada dentro do painel
de montagem (500).

4. Sistema, de acordo com a reivindicagao 2,
CARACTERIZADO pelo fato de que o condensador (300) inclui
varias trajetérias de refrigerante conectando o segundo tubo
de conexdo no terceiro tubo de conexdo e varios pinos de ra-
diacdo combinados com as varias trajetérias de refrigerante.

5. Sistema, de acordo com a reivindicagédo 2,
CARACTERIZADO pelo fato de que o dispositivo de expanséao
(400) é um tubo capilar.

6. Sistema, de acordo com a reivindicagao 1,
CARACTERIZADO pelo fato de que adicionalmente compreende:

um dispositivo de controle para controlar uma tem-
peratura do chip de circuito integrado (20) dentro de uma
faixa de temperatura predeterminada.

7. Sistema, de acordo com a reivindicacdo 6,
CARACTERIZADO pelo fato de que o dispositivo de controle é

instalado no painel de montagem (500).



10

15

20

25

8. Sistema, de acordo com a reivindicagdao 1,
CARACTERIZADO pelo fato de gque uma unidade de acionamento do
compressor (200) é um motor linear.

9. Sistema, de acordo com a reivindicagao 1,
CARACTERIZADO pelo fato de gque uma unidade de acionamento do
compressor (200) é um par de motores lineares coclocados de
meodo a se voltar um para o outro.

10. Sistema, de acordo com a reivindicacdo 1,
CARACTERIZADO pelo fato de que o compressor (200) é recebido
e combinado com uma parte de recepgdo de compresscr (200)
formada no painel de montagem (500).

11. Sistema, de acordo com a reivindicagdo 10,
CARACTERIZADO pelo fato de que a parte de recepgdc de com-
pressor (200) é formada em um certo lado do painel de monta-
gem (500).

12. Sistema, de acordo com a reivindicacdo 1,
CARACTERIZADO pelo fato de que o primeiro tubo de conexdo
(Pl) e © qgquarto tubo de conexdo conectados ao evaporador
(100) sao feitos de materiais flexiveis para absorver a vi-
bragcdo ocorrida no compressor (200).

13. Sistema, de acordo com a reivindicacgao 12,
CARACTERIZADO pelo fato de que o primeiro tubo de conexdo
(P1l) e o guarto tubo de conexdo possuem um formato espiral.

14. Sistema, de acordo com a reivindicacado 1,
CARACTERIZADO pelo fato de que o evaporador (100) é colocado
na parte superior do chip de circuito integrado (20), e o©
painel de montagem (500) é colccado na parte superior do

evaporador (100).
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15. Sistema, de acordo com a reivindicacdo 1,
CARACTERIZADO pelo fato de que o evaporador (100) é um per-
mutador de calor do tipo plano possuindo uma trajetdédria de
fluxo no gqual um refrigerante flui.

16. Sistema, de acordo com a reivindicacdo 1,
CARACTERIZADO pelo fato de que o evaporador (100) é coberto
com um elemento de isolamento de calor exceto uma parte na
qual o chip de circuito integrado (20) é contatado.

17. Sistema, de acordo com a reivindicacdo 1,
CARACTERIZADO pelo fato de que o condensador (300) inclui:

védrias trajetdérias de refrigerante conectando o
segundo tubo de conexdo no terceiro tubo de conexédo;

um permutador de calor possuindo varios pinos de
radiagdo combinados com as varias trajetdérias de refrigeran-—
te; e

um ventilador instalado no painel de montagem
(500) e gerando fluxo de ar em torno do permutador de calor.

18. Sistema de resfriamento para um chip de cir-
cuito integrado (20), compreendendo:

um evaporador (100) em contato e combinado com um
chip de circuito integrado (20) instalado em um painel fixa-
do em uma armacdo e absorvendo calor gerado no chip de cir-
cuito integrado (20);

um compressor (200) conectado ao evaporador (100)
por um primeiro tubo de conexdo (Pl);

um condensador (300) conectado ao compressor (200)

por um segundo tubo de conexédo;



10

um dispositivo de expansdo (400) conectado ao con-
densador (300) por um terceiro tubo de conexdc e simultanea-
mente conectado ao evaporador (100) por um gquarto tubo de
conexao; e

um painel de montagem (500) montado com o compres-—
sor (200), o condensador (300) e os dispositivos de expansao
(400),

CARACTERIZADO pelo fato de que © sistema de res-—
friamento compreende ainda uma pluralidade de dispositivos
de combinacdc de painel (530) fornecida entre o painel (30)
e ¢ painel de montagem (500) e supcrtando elasticamente o
painel de montagem (500) no painel (30) para absorver a vi-

bragcdo do compressor (200).



FIG. 1
Técnica anterior

FIG. 2
Técnica anterior
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RESUMO

“SISTEMA DE RESFRIAMENTO PARA CHIP DE CIRCUITO
INTEGRADO"”

Em um sistema de resfriamentc para um chip de cir-
cuito integrado (20), incluindo um evaporador (100) em con-
tato e combinado com um chip de circuito integrado (20) ins-
talado em um painel fixado em uma armag¢ado e absorvendo calcer
gerado no chip de circuite integrado (20); um compressor
(200) conectadc ao evaporador (100) por um primeiro tubo de
conexdo (Pl); um condensador (300) conectado ao compressor
(200) por um segundo tubo de conexdc; um dispositivo de ex-
pansado (400) conectado ao condensadecr (300) por um terceiro
tubo de conexdo e simultaneamente conectado ao evaporador
(100) por um quarto tubo de conexdoc; e um painel de montagem
(500) instaladc no painel (30) por um dispositivo de combi-
nacdo de (530) painel e montado com o compresscr (200), o
condensador (300) e os dispositivo de expansdo (400), & pos-—-
sivel realizar a operacgdo do chip de circuito integrado (20)
de maneira uniforme, e consequentemente uma seguranga de um
produto pode ser aperfeiccada. Em adigdo, embora um chip de
circuito integrado (20) estéd se tornando ainda mais integra-
do, o resfriamento do chip de circuito integrado (20) pode

ser eficientemente realizado.
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